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Sposob pokrywania spoiwem z cieklej cyny lub jej stopéw elementow,
zwlaszcza 7 miedzi i jej stopow

Przedmiotem wynalazku jest spos6b pokrywania spoiwem elementéw, zwlaszcza z miedzii jej
stopéw majace zastosowanie gldwnie przy wytwarzaniu elementdw, podzespotéw i urzadzen w
przemysle elektronicznym i elektrotechnicznym.

Stan techniki. Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 95793 i z opisu patentu dodatko-
wego nr 100661 do patentu gtdwnego nr 95793 spoiwo do lutowania elementéw z miedzi i jej
stopow, zawierajace od 2-85% cyny, od 0,5-6% srebra, od 0-0,1% berylu i od 0-0,2% mieszaniny
cerowej metali ziem rzadkich, a reszt¢ procentowego sktadu spoiwa stanowi otéw. Wedtug patentu
nr 100 661 spoiwo do lutowania elementéw z miedzi i jej stopow zawiera w swym skiadzie od 2-6%
cyny, od 0,5-1,5% srebra, od 0,01-1,0% antymonu, od 0,001-0,01% berylu, od 0,01-1,0% bizmutu
i od 0,01-0,1% fosforu, za$ reszt¢ procentowego sktadu tego stopu stanowi otow.

Spoiwa wedlug podanego powyzej sktadu wykorzystuje si¢ oprécz lutowania takze do pokry-
wania elementow z miedziiich stopdw. Wedtug H. Manko ,,Solder and soldering* Mc Graw Hill N,
Jork, 1964 i T. Radomski, A. Ciszewski ,Lutowanie“ WNT, Warszawa 1971, lutowanie lub
pokrywanie elementéw z miedzi i ich stopéw odbywa sig cieklym spoiwem cynowo-otowiowym o
zawartosci od 1-95% cyny, zas$ reszt¢ sktadu procentowego stanowi otéw. Spoiwo to w procesie
lutowania lub pokrywania w konsystencji ptynnej zmienia si¢ nieustannie wskutek przebiegu
szeregu procesOw w spoiwie, jak na przyklad utlenianie, rozpuszczanie si¢ w nim metali z elemen-
tow pokrywanych, wzglednie wypadanie z roztworu zwigzk6w mi¢dzymetalicznych. Zachodzace
zjawiska wplywaja na zmian¢ wlasnosci fizyko-chemicznych spoiwa, a zwlaszcza na zmiang jego
temperatury topnienia i wlasnosci lutowniczych.

Istota wynalazku. Istota sposobu wedtug wynalazku polega na tym, ze w procesie pokrywania
cieklg cyng lub jej stopami elementéw zwlaszcza z miedzi i jej stopéw dodaje sig¢ okresowo stop w
skladzie 0,5-2,0% fosforu, 0,0001-5,0% srebra, 0,03-4% miedzi, 0-10% berylu, 0-2% mieszanki
cerowej metali ziem rzadkich — Ce, La, Ne, Pr i inne — 30-50% otowiu, za$ reszt¢ procentowego
skiadu stanowi cyna, przy czym tak utworzony stop dodaje si¢ w ilosci 0,1% do 10% masy spoiwa.
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W odniesieniu do znanego stanu techniki okresowe dodawanie do cieklego spoiwa to jest cyny
lub spoiw na jej ostonie stopu zawierajacego srebro, miedZ, beryl, metale ziem rzadkich, fosfor,
otow i cyn¢. ma ten korzystny skutek, ze pozwala utrzymac w procesie pokrywania elementow
ciektych spoiwem staly jego sklad chemiczny, a co za tym idzie niezmienne wlasnosci fizyko-
chemiczne migdzy innymi temperaturg topnienia i wlasnosci lutownicze.

Dodatkowa zalete rozwigzania wedlug wynalazku stanowi zastosowanie w sktadzie dodawa-
nego stopu fosforu, co pozwala okresowo odtleni¢ spoiwo i znacznie zmniejszy¢ jego utlenianie.

Przykiady realizacji wynalazku.

Przyktad l. Sposéb pokrywania-ciektym spoiwem SnPb wyprowadzenia miedzianego pos-
rebrzonego, polegajacy na dodawaniu okresowym do ciektego spoiwa stopu o sktadzie 39% otowiu
0,1% miedzi, 1% fosforu, 1,5% srebra, za$ reszt¢ procentowego sktadu tego stopu stanowi cyna. W
wyniku otrzymuje si¢ element pokryty stopem SnPb, za$ ciekly stop nie utlenia si¢ w temperaturze
pracy 523 K w trakcie pokrywania oraz srebro z pokrycia elementu miedzianego nie rozpuszcza si¢
w ciektym spoiwie. [1o§¢ dodawanego stopu stanowi 1% masy spoiwa.

Przyktad II. Sposob pokrywania spoiwem tasmy mosi¢znej do wytwarzania rurek chtod-
nic samochodowych polegajacy na dodawaniu okresowym do cieklego spoiwa SnPb stopu o
sktadzie 30% otowiu, 0,5% miedzi, 0,0001% srebra, 0,1% mieszanki cerowej metali ziem rzadkich,
0,1% berylu, za$ reszt¢ procentowego sktadu stanowi cyna. W wyniku tego dziatania otrzymuje si¢
tasm¢ pokryta stopem SnPb, przy czym ciekly stop nie utlenia si¢ w temperaturze pracy 523K w
trakcie pokrywania oraz taSma miedziana nie rozpuszcza si¢. [los¢ dodawanego stopu wynosi 1%
masy spoiwa. Sktad spoiwa zmienia si¢ w trakcie pracy nie na skutek dodawania jakichkolwiek
dodatkow, lecz wskutek rozpuszczania elementéw lutowanych — na przyktad wykonywanych z
miedzi, srebra itp. — oraz na skutek utleniania cyny, co powoduje zmniejszanie jej zawarto$ci w
stopie, a dodatek stopu wedtug wynalazku na przyktad z zawartoscia miedzi lub srebra zmniejsza
rozpuszczanie elementéw lutowanych, wykonywanych z tychze metali, natomiast dodatek wspo-
mnianego stopu o zawarto$ci cyny wyzszej od zawartosci cyny w stopie pierwotnym uzupetnia
ubytki cyny na utlenianie.

Wskutek utleniania powstaja znane straty spoiwa dochodzace do 90% jego masy, ulega
zwigkszeniu napigcie powierzchniowe oraz ulegaja pogorszeniu wtasnosci lutownicze.

Poniewaz proces zmian sktadu stopu pierwotnego zachodzi w czasie, dlatego patentowy stop
dodaje si¢ okresowo, zmniejszajac w czasie jego dodawanie.

W przypadku pokrywania w temperaturze ponizej 673 K cienkich @ <1 mm drut6w lub tas§m,
folii itp. wykonywanych z miedzi i srebrzonych stosuje si¢ dodawanie do cieklego spoiwa stopu
zawierajacego wszystkie wymienione sktadniki w gérnych granicach zawartosci, gdyz wéwczas
wyst¢puje intensywne utlenianie spoiwa, intensywne rozpuszczanie zaréwno pokrycia srebrnego
jak i materiatu rodzimego elementu pokrywanego tj. miedzi.

W przypadku pokrywania elementéw w temperaturach ponizej 673K i w miar¢ obnizania
temperatury, ilo$¢ sktadnikéw w stopie dodawanym zmniejsza si¢, a przy pokrywaniu elementow
spoiwem SnPb w temperaturze 473-573 K stop dodatkowy nie zawiera mieszanki cerowej metali
ziem rzadkich.

Jak wynika z opisu dodatki w stopie stosuje si¢ ze wzglgdu na zapewnienie statego sktadu
spoiwa (Cu, Ag, Sn) oraz dodatki zmniejszajace utlenianie cyny (fosfor, beryl i mieszanka cerowa
ziem rzadkich). W ten sposéb wielokrotnie przedtuza si¢ zywotnos¢ stopu pierwotnego poprzez
zmniejszanie szybkosci zmiany jego sktadu chemicznego.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b pokrywania spoiwem cieklej cyny lub jej stopédw elementow zwlaszcza z miedzi i jej
stopOw, znamienny tym, Ze w procesie pokrywania elementéw dodaje si¢ okresowo stop o sktadzie
od 0,5% do 2,0% fosforu, od 0,0001% do 5,0% srebra, od 0,03% do 4% miedzi, od 0% do 10%
berylu, od 0% do 2,0% mieszanki cerowej metali ziem rzadkich — Ce, La, Ne, Pr i inne, oraz od
30% do 50% otowiu, podczas gdy reszt¢ procentowego sktadu stopu stanowi cyna, a stop dodaje si¢
w ilosci 0,1% do 10% masy spoiwa.
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